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Introduccion La guia completa de la memoria

Introduccién

Hoy en dia no importa cuanta memoria tenga su ordenador, nunca
parece tener lo suficiente. Hace poco tiempo, era insélito que una
ordenador personal o PC tuviera méas de 1 6 2 megabytes de memo-
ria. Hoy en dia, se necesitan por lo menos 4 megabytes de memoria
s6lo para arrancar el sistema; el uso de mas de una aplicacion a la vez
requiere por lo menos 16 megabytes, y para obtener un rendimiento
maximo se requieren de 32 a 64 megabytes 0 mas.

Para darle una idea de como han cambiado las cosas en los Gltimos 10
afos, considere el siguiente pasaje de “Inside the IBM PC”, escrito por
Peter Norton en 1983, el cual describe los méritos del nuevo orde-
nador XT de IBM: “De modo que IBM ha equipado todos los XT con
lo que considera ser el equipo minimo para un ordenador personal
serio. Ahora, el disco de 10 megabytes y los 128K [un octavo de un
megabyte] de memoria representan la configuracién minima para una
maquina seria.”

Para algunas personas, la ecuacion de la memoria es sencillisima:
cuanta mas memoria, mejor para Ud. Sin embargo, para aquellos que
desean saber un poco mas, la siguiente guia de referencia proporciona
una vision general de lo que es la memoria y como funciona.
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(En qué consiste la memoria?

Los que trabajan en la informatica comdnmente emplean el término
“memoria” para aludir a la Random Access Memory (memoria de
acceso directo) o RAM. Un ordenador utiliza la memoria de acceso direc-
to para guardar las instrucciones y los datos temporales que se necesitan
para ejecutar las tareas. De esta manera, la Central Processing Unit
(unidad central de proceso) o CPU puede acceder rapidamente a las
instrucciones y a los datos guardados en la memoria.

Un buen ejemplo de esto es lo que sucede cuando la CPU carga en la
memoria un programa de aplicacion, tal como un procesador de textos o
un programa de autoedicion, permitiendo asi que el programa de apli-
cacion funcione con la mayor velocidad posible. En términos précticos,
esto significa que se puede hacer més trabajo en menos tiempo.

Cuando se introduce
un comando desde el
teclado, éste requiere
que se copien datos
provenientes de un
dispositivo de almace-
namiento (tal como un
disco duro o CD-
ROM) en la memoria,
la cual suministra los
datos a la CPU en
forma mas réapida que
los dispositivos de
almacenamiento.

Este concepto de “poner los datos al alcance de la CPU” es similar a lo que
sucede cuando se colocan diversos archivos y documentos electrénicos en
una sola carpeta o directorio de archivos del ordenador. Al hacerlo, éstos
se mantienen siempre a mano y se evita la necesidad de buscarlos cada vez
que Ud. los necesite.



Cuando se trabaja
con una ordenador,
se debe grabar el
trabajo con frecuen-
cia. La memoria del
ordenador graba las
modifcaciones intro-
ducidas en el docu-
mento hasta que el
usuario las guarda
en el disco. Si por
cualquier razén se
interrumpe la
operacion del orde-
nador, por ejemplo,
debido a un corte
de luz o a un error
del sistema, se
perderan todas las
modificaciones rea-
lizadas que no han
sido grabadas hasta
ese momento.

Introduccién

La guia completa de la memoria

La diferencia entre la memoria y el almacenamiento

Muchas personas confunden los términos memoria y almace-
namiento, especialmente cuando se trata de la cantidad que tienen
de cada uno. El término “memoria” significa la cantidad de RAM
instalada en la ordenador, mientras que “almacenamiento” hace
referencia a la capacidad del disco duro.

Para aclarar esta confusion, se puede comparar el ordenador con una
oficina que tiene una mesa de trabajo y varios archivadores.

Los archivadores repre-
sentan el disco duro del
ordenador, el cual pro-
porciona el almace-
namiento masivo.

La mesa de trabajo re-
presenta la memoria, la
cual le ofrece un acceso
répido y féacil a los
archivos con los que
esta trabajando en un
momento determinado.

Otra diferencia importante entre la memoria y el almacenamiento
consiste en que la informacion almacenada en el disco duro per-
manece intacta cuando se apaga el ordenador. En cambio, el con-
tenido de la memoria queda borrado cuando se apaga el ordenador
(como si se tiraran a la basura todos los archivos encontrados en la
mesa de trabajo al final del dia).
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¢.Cuanta memoria es suficiente?

La cantidad correcta de memoria varia de acuerdo con el tipo de tra-
bajo que Ud. haga y con el tipo de aplicaciones que utilice. Hoy en dia,
se puede trabajar con los procesadores de textos y las hojas de calculo
con un sistema de 12 megabytes. Sin embargo, los programadores de
software y de sistemas operativos ya consideran que un sistema de
32megabytes representa la configuracion minima. Los sistemas utiliza-
dos en las artes graficas, la publicacion de libros y multimedia requieren
por lo menos 64 megabytes de memoria, y es comun que tales sistemas
cuenten con por lo menos 128 megabytes 0 mas.

Tal vez Ud. ya haya experimentado lo inconveniente que es
trabajar con un sistema que carece de suficiente memoria.
Los programas se ejecutan lentamente,se producen errores
frecuentes de memoriay a veces no se puede lanzar una apli-
cacion sin primero cerrar otra. En cambio, cuando se cuenta
con suficiente memoria, se pueden hacer varias
tareas a la vez, tales como imprimir un documento mientras
se trabaja con otro, y es posible mantener varias aplicaciones
abiertas.
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Apariencia fisica de la memoria

Los circuitos integrados o IC que constituyen la configuraciéon de
memoria de su ordenador se conocen como Direct Random Access
Memory, 0 DRAM. La DRAM es, sin lugar a dudas, el tipo de memoria
mas comdn. La calidad de los chips de DRAM utilizados en un modulo
de memoria es el factor mas importante que determina la calidad y con-
fiabilidad generales del mddulo.

Instalacion de la
DRAM en un SIMM

Un producto de memoria bastante comdn es el SIMM (Single In-line,
Memory Module). Tal como se ve en la ilustracion, un SIMM tipico
consiste en varios chips de DRAM instalados en una pequefia placa de
circuito impreso o PCB, la cual calza en un receptaculo SIMM en la
placa de sistema (se daran detalles adicionales mas adelante).

Los SIMMs vienen con varios formatos, incluso los de 30 y de 72 con-
tactos. Estos y muchos otros tipos de productos de memoria se describen
con mayor detalle en la seccién de “Bits y Bytes”, en la pagina 23.



DONDE VIENE LA MEMO

EMORIAY ESQUEMAS I







Entremos en detalles La guia completa de la memoria 15

Entremos en detalles

En esta seccion, aprenderd maéas sobre el origen de la
memoria y la forma en que se instala en el ordenador.

¢De doénde viene la memoria?

Tal como se menciond en la introduccion, DRAM es el tipo de chip
de memoria mas comun. Estos chips se producen en fabricas grandes y
sumamente especializadas. De alli, los chips pasan a los fabricantes de
modulos de memoria (como Kingston), en donde se utilizan para crear
diversos productos de memoria. Estos productos atraviesan los diversos
canales de distribucion hasta llegar a las personas que los instalan en
los ordenadores.

Fébrica Fabricante de médulos Distribuidores/ Usuarios finales y
de memoria revendedores ordenadors

TECHPNOLOGY

........ JKingston
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Una de las ventajas
principales de la
memoria SIMM es la
habilidad de aco-
modar grandes canti-
dades de memoria en
un érea reducida.
Algunos SIMMs de 72
contactos contienen
20 6 més chips de
DRAM; 4 de estos
SIMMs contendrian 80
6 mas chips de
DRAM. Si estos chips
se instalaran horizon-
talmente en la placa
de sistema, ocuparian
135 cm? de area
superficial. Los mis-
mos 80 chips de
DRAM en SIMMs de
instalacion vertical
ocupan solamente 58
cm? de area superfi-
cial.

¢.En dénde se instala la memoria en el ordenador?

Para que puedan funcionar los modulos de memoria, éstos deben comu-
nicarse directamente con la CPU del ordenador. En épocas pasadas, la
memoria solia soldarse directamente en la placa del sistema del orde-
nador (conocida también como placa l6gica o placa matriz). Pero a
medida que aumentaron los requisitos de memoria, resulté poco
factible soldar todos los chips de memoria a la placa del sistema.

A esto se debe la popularidad de los SIMMSs y de los conectores SIMM.
El formato ofrece un método flexible para actualizar la memoria al
mismo tiempo que ocupa menos espacio en la placa de sistema.

DRAM horizontal

DRAM vertical en
SIMMs

Configuracion hori-
zontal de DRAM en
una placa de sistema y
configuracion vertical
de DRAM en forma
de SIMM.s
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La memoria instalada en la placa de sistema de un ordenador tipico
quedaria asi:

En este ejemplo, la
placa de sistema tiene
4 megabytes de
memoria soldados a la
placa. También tiene 4
receptaculos SIMM
para la expansion de
la memoria, dos de
los cuales tienen
SIMMs.

Bancos de memoria y esquemas de bancos

En los ordenadores, la memoria se instala en lo que se Ilaman bancos
de memoria. EI nimero de bancos de memoria y su configuracién
especifica varian de un ordenador a otro, debido a que son determina-
dos por la CPU del ordenador y por la forma en que ésta recibe la
informacion. Las necesidades de la CPU determinan el ndmero de
conectores de memoria requeridos por un banco.
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Si bién no es posible examinar todas las configuraciones posibles de la
memoria, si podemos examinar un sistema para la representacion de
los requisitos de configuracién de la memoria, el cual se llama esque-
ma de bancos. Un esquema de bancos es un diagrama de filas y
columnas que muestra el nimero de conectores de memoria. Esta re-
presentacion visual es un disefio teérico y no la disposicién de una
placa real; ha sido disefiado para ayudarle a determinar rapidamente
los requisitos de configuracion al afiadir los mddulos de memoria.

Kingston utiliza el sistema de esquemas de banco para ayudar a sus
clientes a entender las reglas de configuracién para diversos sistemas.
Este sistema aparece en la documentacion de los productos Kingston,
la cual incluye el Manual de productos de Kingston y un sistema de re-
ferencia electrénico que se llama KEPLER.

13 - P 300 Serew Mreded 950 [8585 1008

™ Recuires complebs remowal o
replacarmant ol base mamaory

Cembis Hingates PFH @y
Sraem Homanry

=10
L EHIT ETH-AFTY 4 ¥

MMH ™ -M‘I"l'll'l T

A Los esquemas de banco
aparecen asi en el sistema
KEPLER.
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PC 300 Series
Model 350 (6585-1xx),
Model 330 (6575-1xx)

FEATURES!

Expansion:

SysTEM MEMORY ~ Standard Memory: 8MB or 16MB (removable) system memory

1MB (non-removable) video memory

Maximum Memory: 128MB system memory

2MB video memory
4 sockets (2 banks of 2) system memory
2 sockets (1 bank of 2) video memory

** Requires replacement of all standard memory where indicated.

KINGSTON MEMORY  Product Description: # pieces: Kingston Part Number: Mfr Part Number:
PRODUCTS: 2B Module 1 KTM-APTV/4 92G7539
8MB Module 1 KTM-APTV/8 92G7541
16MB Module 1 KTM-APTV/16 9267543
32MB Module 1 KTM-APTV/32 92G7545
1MB Video Upgrade Kit 2 KTM7443/1 92G7443
COMMENTS:  MODULES MUST BE ORDERED AND INSTALLED IN PAIRS
BANK SCHEMA:  System Memory:
8MB Standard: 16MB Standard:
] 4 =g L
(L -} (LR -}
Video Memory
[1MB]
[
L
Memory UpGRADE
PATH(s):  EMB Standard:
&MB! STD 48MB*  (2) KTM-APTV/16  96MB** KTM-APTV/32
16M8 @ KIMAPTV/A (2) KTM-APTVIS KTM-APTV/16
24MB 2 KTM-APTV8 72MB (2) KTM-APTV/32  128MB** KTM-APTV/32
40MB (2) KTM-APTV/16 80MB** (2)  KTM-APTV/32
(2) KTM-APTV/8
16MB Standard:
16MB  STD 48MB (2) KTM-APTVIL6 128MB* KTM-APTVI32
24MB (2) KTM-APTVIA soMB (2) KTM-APTVI32
32MB (2) KTM-APTV/8 96MB** (2) KTM-APTV/32
(2) KTM-APTVIL6
Video Memory:
mB STD
2MB (1) KTM7443/1

526

KINGSTON UPGRADE MANUAL

1998 EDITION

de banco aparecen asi en el
Kingston Upgrade Manual
(Manual de productos)

Los ejemplos de los esquemas
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Coémo funciona la memoria

Hasta ahora hemos tratado algunos atributos técnicos de la memoria y
la manera en que funciona en un sistema. Ahora vamos a ver el aspec-
to técnico: los bits y los bytes. En esta seccidn se explica el sistema
binario de numeracién que forma la base de la informatica, asi como
la manera en que los mddulos de memoria han sido disefiados para
funcionar con el sistema binario.

Bits y bytes

Su ordenador habla un idioma que consiste en s6lo dos nimeros : 0 y
1. A esta forma de comunicacion se le denomina “lenguaje de
maquina”; los nimeros se combinan para formar nimeros binarios. El
lenguaje de maquina utiliza ndmeros binarios para formar las instruc-
ciones que se dirigen a los chips y a los microprocesadores que con-
trolan los dispositivos de informatica, tales como los ordenadores,
impresoras, unidades de disco duro, etc.

Tal vez haya escuchado alguna vez los términos bit (digito binario) y
byte. El bit es la unidad més pequefia utilizada por el ordenador, y
puede ser 1 6 0. Un byte consiste en 8 bits (esto se tratara en mayor
detalle més adelante). Debido a que los nimeros binarios consisten
solamente en unos y ceros, los valores de los nimeros binarios son
diferentes de los valores decimales que utilizamos diariamente. Por
ejemplo, en el sistema decimal, cuando se ve el nimero uno seguido
de dos ceros (100) se sabe que éste representa el valor de cien; en cam-
bio, en el sistema binario la misma combinacion de numeros (100)
representa el valor de cuatro.
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DECIMAL

decenas

unidades

BINARIO

cuatro

unidades

La manera de contar
con nimeros binarios
no es muy diferente
del sistema decimal.
En el sistema decimal,
al llegar a nueve se
regresa a cero, y el
nimero uno se
desplaza a la columna
de decenas. Cuando
se cuenta en el sis-
tema binario, el pro-
ceso es similar; sin
embargo, debido a
que soélo hay dos digi-
tos disponibles (0 y
1), el desplazamiento
de los digitos es mas

rapido.

Examine la tabla anterior. En la parte superior estan los nimeros de-
cimales de 0 a 15; en la parte inferior figuran sus equivalentes binarios.

Volviendo por un momento a la forma en que el lenguaje de maquina
utiliza unos y ceros, acuérdese que cada digito en un nimero binario
representa un bit. El lenguaje de maquina considera que cada bit se
encuentra “activado” o ‘desactivado”. Un bit con el valor de 1 se con-
sidera “activado”, mientras que un bit con el valor de 0 se considera
“desactivado.” Por lo tanto, para determinar el valor de un nimero
binario, se suman las columnas que estan activadas, o en otras pa-
labras, en donde aparece el numero 1. (Este concepto de
“activado/desactivado” resultara atil mas adelante.)

En el sistema decimal de numeracion, cada columna (unidades, dece-
nas, centenas, etc.) tiene un valor diez veces mayor que el de la colum-
na anterior; en cambio, en el sistema binario el valor de cada colum-
na es el doble del valor de la columna anterior (uno, dos, cuatro, ocho,
dieciséis, etc).
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NUMEROS D
Y SUS EQUI S BINARIOS
DECIMAL En este ejemplo, se
| centenas » 100 | compara la misma
combinacién de
| decenas » 10 | numeros (lIl) en los
dos sistemas. En el
| unidades > 1 | sistema decimal, el
numero Il representa
Tm la suma de 100+10+1,
mientras que en el
BINARIO sistema binario 11l
| cuatro > 4 | representa el valor de
7,ya que es el resulta-
| dos > 2 | do de sumar 4+2+1.
| unidades > 1 |

Debido a que su ordenador entiende valores consistentes en unos y
ceros, existe un valor binario para cada caracter que se encuentra en
el teclado. El sistema estandarizado més aceptado para la numeracion
de los caracteres del teclado se llama ASCII. (se pronuncia “asqui” y

representa  American Standard Code for

Information

Interchange, o sea, Codigo Estandar Americano para el Intercambio

de Informacion.)
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LLega hasta 256 combi-
naciones binarias difer-
entes (desde o hasta
255) para definir todas
las posibles pulsaciones
que usted puede uti-
lizar en el teclado de su
ordenador.

Para representar los
nimeros decimales de
0 hasta 255 se requiere
8 digitos binarios.
Como usted puede
observar, el valor més
alto (255) es aquel
donde las ocho colum-
nas estéan activadas 6

contienen el nimero 1.

OCHO DIGITOS BINARIOS

ciento veintiocho » 128 |
sesenta y cuatro > 64 |
treinta y dos > 32 |
dieciseis > 16 |
ocho > 8 |
cuatro > 4 |
dos > 2 |
uno > 1 |
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Al calcular con multi-
ples bits y bytes, es
posible confundirse
debido a la forma en
que la letra K (kilo) se
usa para expresar las
cantidades de bytes o
de bits. Fuera del
ramo de la informati-
ca, kilo representa
1000 unidades. Sin
embargo, en la infor-
mética representa
exactamente 1024
unidades 6 2*.

27

PARA MULTIPLES

bit

single 0 or 1 |

kilobit (Kb)

[

bit x 1,024 (1,024 bits) |

megabit (Mb)

[

bit x 1,0242 (1,048,576 bits) |

gigabit (Gb) 1 bit x 1,024° (1,073,741,824 bits) |
byte 8 bits |
Kilobyte (KB) 1 byte x 1,024 (1,024 bytes) |

megabyte (MB)

[

byte x 1,024? (1,048,576 bytes) |

gigabyte (GB)

[

byte x 1,024° (1,073,741,824 bytes) |
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La CPU vy los requisitos de memoria

La CPU (unidad central de proceso) del ordenador procesa los datos
en unidades de 8 bits. Como se menciond anteriormente, a estas
unidades se les denomina “bytes”. Debido a que el byte es la unidad
fundamental del procesamiento, el poder de la CPU a menudo se
describe de acuerdo con el numero de bytes que puede procesar a la
vez. Por ejemplo, los microprocesadores Pentium y PowerPC mas
poderosos de la actualidad son CPUs de 64 bits, lo cual significa que
pueden procesar simultdneamente 64 bits, u 8 bytes.

A cada transaccién entre la CPU y la memoria se le denomina ciclo
de bus. El nimero de bits de datos que la CPU puede transferir
durante un ciclo de bus afecta al rendimiento del ordenador y deter-
mina la clase de memoria que se requiere. La mayoria de los orde-
nadores de sobremesa utilizan SIMMs de 72 6 de 30 contactos. Un
SIMM de 30 contactos brinda soporte para ocho bits de datos; un
SIMM de 72 contactos brinda soporte para 32 bits de datos.

SIMMs de 30 contactos

Veamos un ejemplo de una CPU que brinda soporte para 32 bits de
datos. Si la placa de sistema tiene conectores para SIMMs de 30 con-
tactos, cada uno de los cuales proporciona 8 bits de datos, se necesi-
taran 4 SMMs de 30 contactos para obtener 32 bits. (Esta es una con-
figuracion comdn en los sistemas que utilizan SIMMs de 30 contac-
tos.) En un sistema de esta clase, la configuracion de la memoria tipi-
camente se divide entre dos bancos de memoria: el banco cero y el
banco uno. Cada banco de memoria consiste en cuatro conectores de
SIMMs de 30 contactos. La CPU se dirige a un banco de memoria a la
Vez.

nota: Con la mayoria de los ordenadores, el combinar SIMMs de
diversas capacidades en el mismo banco no permite que el ordenador
detecte con exactitud la cantidad de memoria disponible. Esto puede
ocasionar uno de dos problemas:

1) El ordenador no se arrancara.

2) El ordenador se arrancara pero no reconocera, ni utilizara parte de
la memoria del banco. Por ejemplo, si un banco tuviera tres SIMMs de
1 megabyte y un SIMM de 4 megabytes, el sistema los reconoceria a
todos como SIMMs de 1 megabyte.
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SIMMs de 72 contactos

El SIMM de 72 contactos fue desarrollado para satisfacer los requisi-
tos de memoria cada vez mayores de los ordenadores de escritorio. Un
SIMM de 72 bytes brinda soporte para 32 bits de datos, o sea, cuatro
veces mas bits de los que se pueden obtener con un solo SIMM de 30
contactos. Si tiene una CPU de 32 bits, tal como Intel 486 6 Motorola
68040, necesitara un solo SIMM de 72 contactos por banco para
proveerle a la CPU de 32 bits. Tal como vimos en la seccién anterior,
esa misma CPU requeriria 4 SIMMs de 30 contactos por banco para
obtener sus 32 bits de datos.

La manera en que se
combinan los SIMMs

para proporcionar 32

bits de datos a la
CPU.
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Memoria en tarjeta de crédito

La “memoria en tarjeta de crédito” ha sido disefiada para su uso
en los ordenadores laptop y portétiles. Debido a sus dimensiones com-
pactas, la memoria en tarjeta de crédito es ideal para las aplicaciones
de espacio limitado. (Se le denomina memoria de tarjeta de crédito
debido a que sus dimensiones son aproximadamente las de una tarjeta
de crédito.)

Expansién de memo-
ria en “tarjeta de

crédito”
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Superficialmente, la memoria en tarjeta de crédito se parece muy poco
a la memoria SIMM descrita anteriormente. Sin embargo, se emplean
los mismos componentes familiares en la construccion interna de los
SIMM:s.

Nota: Si bien su apariencia es similar, la memoria en tarjeta de crédi-
to no se debe confundir con una tarjeta PCMCIA (Personal
Computer Memory Card International Association). La
memoria en tarjeta de crédito utiliza un contacto no-PCMCIA en el
ordenador, y ha sido disefiada solamente para expandir la memoria.
Sin embargo, Kingston también ofrece productos que se adaptan a la
norma PCMCIA, la cual fue disefiada para la conexion de dispositivos
de entrada/salida a los ordenadores “laptop” y portatiles.
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Memoria DIMM

Los médulos de memoria DIMM, o Dual In-line, se parecen bas-
tante a la memoria de tipo SIMM. Al igual que los SIMMs, la mayoria
de los DIMMs se instalan verticalmente en los conectores de expan-
sion. La diferencia principal entre los dos consiste en que, en un chip
SIMM, los contactos de cada fila se unen con los contactos corres-
pondientes de la otra fila para formar un solo contacto eléctrico; en un
chip DIMM, los contactos opuestos permanecen eléctricamente
aislados para formar dos contactos separados.

Los DIMMs se utilizan frecuentemente en las configuraciones que
brindan soporte para un bus de memoria de 64 bits 0 mas amplio. En
muchos casos, estas configuraciones se basan en procesadores
poderosos de 64 bits, tales como Pentium de Intel o PowerPC de IBM.

Por ejemplo, el médulo KTM40P/8 DIMM de Kingston que se utiliza
en el ordenador PowerPC 40P RICS 6000 es un DIMM de 168 con-
tactos.

DIMM de contorno pequefio

Otro tipo de memoria que se usa cominmente en los ordenadores
“laptop” y portatiles se llama Small Outline DIMM (de contorno
pequefio) 0 SO DIMM. Un DIMM de contorno pequefio es como un
SIMM de 72 contactos en un paquete de dimensiones reducidas, sin
embargo, existen algunas diferencias técnicas importantes. EI DIMM
de contorno pequefio y el SIMM mostrados en la pégina opuesta
tienen 72 contactos cada uno, sin embargo, es la disposicion de los
contactos lo que diferencia estos dos tipos de memoria.
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Los tres ejemplos
ilustran las diferencias
entre los productos
SIMM, DIMM y SO
DIMM. El DIMM de
168 contactos brinda

soporte para transfe-
SO DIMM

rencias de 64 bits, sin
duplicar el tamafio del
SIMM de 72 contac-
tos, el cual brinda
soporte sélo para
transferencias de 32
bits. El SO DIMM
también brinda
soporte para transfe-
SIMM de 72 contactos rencias de 32 bits y
fue disefiado para su
uso en los orde-

nadores portatiles.

DIMM de 168 contactos
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Mas informacion sobre la memoria especifica

Por definicién, la memoria especifica es un tipo de memoria
disefiado especificamente para un sistema o clases de sistemas. Por
ejemplo, el médulo especifico KCN-1B150/16 se utiliza en los orde-
nadores portatiles INNOVA de Canon.

Las dimensiones del
producto de memoria
KCN-IB50/16 son
extremadamente
pequefias, lo cual
permite que éste se
instale en espacios
muy reducidos.

El KCN-1B150/16 es tan s6lo un ejemplo de la memoria
especifica. Kingston fabrica otros tipos de modulos especi-
ficos incluyendo diversos componentes de tipo de tarjeta
de crédito y de DIMM. Tal como se mencioné anterior-
mente, el término “especifico” no se aplica a una clase de
memoria en particular, sino que significa simplemente que
el producto de expansiéon de memoria se adapta a una sola-
clase de ordenador. Tenga presente que un moédulo de
memoria especifico no necesariamente tiene una aparien-
cia diferente. Kingston también vende versiones especificas
de los SIMMs, DIMMs y SO DIMMs. De hecho, el ejemplo
de la memoria DIMM ilustrado en la seccion de “memoria
DIMM” es un modulo de memoria especifica.
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Verificacion de la integridad de los datos en la memoria

Un elemento importante del disefio de la memoria es la verificacion
de la integridad de los datos almacenados en memoria. Actualmente
se emplean dos métodos principales para asegurar la integridad de los
datos::

= La paridad ha sido el método més comun hasta la fecha. Este
proceso afiade un bit adicional a cada 8 bits (1 byte) de datos.

e Error Correction Code (ECC) (Cddigo de correccion de
errores) es un método mas completo para la verificacion de inte-
gridad de los datos que puede detectar y corregir errores de bits
individuales.

Debido al caracter competitivo del mercado, se esta volviendo cada
vez mas comun que los fabricantes de ordenadores personales omitan
la verificacion de integridad de los datos. Por ejemplo, eliminan la
memoria de paridad con el objeto de reducir el precio de los sistemas
(esta tendencia ha sido compensada, en parte, por la mejora de la
calidad de los componentes de la memoria que ofrecen ciertos fabri-
cantes y, como resultado, los errores de memoria todavia son relativa-
mente poco frecuentes).

Una palabra sobre el controlador de memoria

El controlador de memoria es un componente esencial de todo
ordenador. Su funcion baésica es la de supervisar la transferencia de
datos hacia y desde la memoria. El controlador de memoria determina
la clase de verificacion de integridad de datos que se utiliza. Con cier-
tos métodos, tales como la paridad y ECC, el controlador de memoria
desempefia un papel activo en el proceso.

A la hora de comprar su ordenador, usted tiene que tomar una
decision sobre la verificacion de integridad de datos. Si éste desem-
pefiara un papel critico, por ejemplo, como un servidor de red, con-
vendria comprar un sistema con un controlador de memoria provisto
de funciones ECC. La mayoria de los ordenadores disefiados para uso
de servidores avanzados brindan soporte para ECC. La mayoria de los
ordenadores de sobremesa disefiados para su uso en los negocios y en
el gobierno brindan soporte para el sistema de paridad. La mayoria de
los ordenadors basicos diseflados para su uso en el hogar o en las
empresas pequefias estan disefiados para la memoria sin paridad.
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Paridad

Cuando se usa el método de paridad en un ordenador, se almacena un
bit de paridad en la DRAM con cada 8 bits (1 byte) de datos. Las dos
clases de protocolo de paridad (paridad impar y paridad par) funcionan
de maneras similares, las cuales se describen en la siguiente tabla.

PARIDAD IMPAR

PARIDAD PAR

pasol

El bit de paridad se fija en 1 (o sea
que se “activa”) si el byte de datos
correspondiente contiene un
nimero par de unos.

Si el byte contiene un nimero
impar de unos, el bit de paridad se
fija en cero (o sea que se “desacti-
va®)

El bit de paridad se fija en uno si el
byte de datos correspondiente con-
tiene un ndmero impar de unos.

El bit de paridad se fija en cero si el
byte contiene un ndmero par de
unos.

paso 2

El bit de paridad y los 8 bits de
datos correspondientes se registran
en DRAM.

(Igual que con Ta paridad impar)

paso 3

Antes de que se envien los datos a
la CPU, éstos son interceptados
por el circuito de paridad.

Si el circuito de paridad identifica
un nimero impar de unos, los
datos se consideran validos. Se
elimina el bit de paridad de los
datos y los 8 bits de datos se trans-
miten a la CPU.

Si el circuito de paridad detecta un
nimero par de unos, los datos se

(lgual que con la paridad impar)

Los datos se consideran validos si el
circuito de paridad detecta un
nimero par de unos.

Los datos se consideran invalidos si
el circuito de paridad detecta un
nimero impar de unos.
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El método basado en paridad tiene ciertas limitaciones. Por ejemplo,
un circuito de paridad puede detectar un error, pero no puede hacer
ninguna correccion. Esto se debe a que el circuito no puede determi-
nar cuales de los 8 bits de datos son incorrectos; ademas, si hay mas de
un bit incorrecto, el circuito de paridad no detectara el problema si los
datos coinciden con la condicion de paridad impar o par, en la cual el
circuito de paridad basa la verificacion. Por ejemplo, si un O correcto
se convierte en un 1 eréneo y un 1 correcto se convierte en un 0 erré-
neo, los dos bits defectuosos se cancelan entre si y el circuito de pari-
dad no detecta los errores resultantes. Afortunadamente, la posibilidad
de que esto suceda es extremadamente remota.

Una advertencia sobre la “paridad artificial”

Con la paridad normal, cuando se escriben 8 bits de datos en la
DRAM, se escribe al mismo tiempo un bit de paridad correspondiente.
El valor del bit de paridad (ya sea de 1 6 0) se determina en el momen-
to en que el byte se escribe en DRAM, basandose en la cantidad par o
impar de unos. Algunos fabricantes utilizan un chip de “paridad artifi-
cial” mas barato. Este chip simplemente genera un 1 6 0 en el momen-
to en que los datos se envian a la CPU, a fin de acomodar los requisi-
tos del controlador de memoria. Por ejemplo, si el ordenador utiliza la
paridad impar, el chip de paridad artificial generara un 1 cuando se
envie a la CPU un byte de datos que contenga una cantidad par de
unos. Si el byte contiene una cantidad impar de unos, el chip de pari-
dad artificial generard un 0. Lo que sucede, en realidad, es que el chip
de paridad artificial envia una sefial de “OK” en todos los casos. De
esta manera, engafia al ordenador que espera el bit de paridad, para
que ésta crea que se éste realizando una verificacion de paridad cuan-
do en realidad no es asi. La paridad artificial no puede detectar un bit
de datos incorrecto.
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ECC

El sistema de Codigo de Correccion de Errores se utiliza principal-
mente en los PCs mas avanzados y en los servidores de archivos. La
diferencia importante entre el ECC y la paridad es que el ECC es capaz
de detectar y corregir los errores de un bit. Con ECC, la correccién de
un error de un bit generalmente se lleva a cabo sin que el usuario se dé
cuenta de que se ha producido un error. Dependiendo del tipo de
controlador de memoria utilizado por el ordenador, ECC también
podré detectar los errores sumamente raros de 2, 3 6 4 bits de memo-
ria. Sin embargo, aun cuando ECC puede detectar estos errores de
multiples bits, sélo puede corregir los errores de un bit. Si se presenta
el caso de un error de maltiples bits, el circuito ECC devuelve un error
de paridad.

Mediante el uso de un logaritmo especial, y trabajando en
conjunto con el controlador de memoria, el circuito ECC
afiade los bits ECC a los bits de datos y éstos se almacenan
juntos en la memoria. Cuando se solicitan datos de la
memoria, el controlador de memoria descifra los bits ECC
y determina si se hay errores de datos de uno o mas bits.
Si hay un error de un sélo bit, el circuito ECC lo corrige.Tal
como se menciond, en el caso muy poco probable de un
error de maltiples bits, el circuito ECC devuelve un error
de paridad.
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;Qué clases de SIMMs se utilizan en las
configuraciones ECC?

Si alguna vez usted ve un SIMM de 72 contactos con una especifi-
cacion de ancho de x39 6 x40, puede estar seguro de que el SIMM en
cuestion ha sido disefiado exclusivamente para ECC. Sin embargo,
algunos PC avanzados y muchos servidores de archivos utilizan pares
de SIMMs x36 para la verificacion de errores ECC. Dos SIMMs x36
proveen un total de 72 bits; se emplean 64 bits para los datos y 8 bits
para ECC. Esto puede resultar confuso, ya que cuando se utilizan estos
mismos modulos X36 en otras configuraciones, son simplemente
modulos de paridad. Esto sirve para recalcar en el punto de que el tipo
de verificacion de errores (paridad o ECC) depende mas del contro-
lador de memoria que del médulo de memoria. EI médulo de memo-
ria proporciona los bits pero es el controlador de memoria lo que
decide como éstos se pueden utilizar. Generalmente, para poder usar
la memoria ECC su ordenador debe incluir un controlador de memo-
ria cuyo disefio aprovecha la tecnologia ECC.

Existe una nueva tecnologia que se llama ECC on SIMM o EOS, la
cual ofrece las capacidades ECC en los sistemas disefiados para la ve-
rificacién de paridad. Hasta ahora, esta tecnologia ha sido bastante
cara. Ademas, es probable que sus aplicaciones resulten limitadas,
debido al simple hecho de que la mayoria de las personas que desean
ECC toman esta decision antes de comprar el ordenador, y de esta
manera obtienen el soporte para ECC en forma mas econémica que
con los modulos EOS.
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Los chips de DRAM vienen en tres formatos principales: DIP (Dual
In-line Package), SOJ (Small Outline J-lead) y TSOP (Thin,
Small Outline Package). Cada uno de éstos ha sido disefiado para
aplicaciones especificas.

identificacién de los médulos SIMM

Circuito integrado DIP

El paquete de DRAM
estilo DIP era suma-
mente popular cuando
era comUn instalar la
memoria directamente
en la placa de sistema
del ordenador. Los DIPs
son componentes que se
instalan en agujeros que
se perforan en la superfi-
Paguete de DRAM SO cie de la placa de cir-
cuito impreso. Los com-
ponentes DIP se pueden
soldar en su lugar, o
bien, se pueden instalar

en conectores.

Los paquetes SOl y
TSOP son componentes
que se montan directa-
mente en la superficie de
la placa de circuito
impreso. La popularidad
de TSOP y de SOJ
aumentoé con la intro-
duccién del SIMM. De
estas dos tecnologias, el
paquete SOI es, sin lugar
a dudas, el mas popular.
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Observe que los
SIMMs de paridad se
diferencian por las
especificaciones de
formato de “x9” o
“x36”. Esto se debe a
que la memoria de
paridad afiade un bit
de paridad a cada 8
bits de datos, de
modo que los SIMMs
de 30 contactos pro-
porcionan 8 bits de
datos por ciclo, mas 1
bit de paridad, lo cual
equivale a 9 bits. Los
SIMMs de 72 contac-
tos proporcionan 32
bits de datos por
ciclo, més 4 bits de
paridad, lo cual equi-
vale a 36 bits.

La guia completa de la memoria

Identificacion de los médulos SIMM

Los SIMMs, al igual que los chips de DRAM que contienen, se especi-
fican en términos de profundidad y ancho, los cuales indican la capaci-
dad del SIMM y si éste brinda soporte para la paridad. A continuacion
se dan unos ejemplos de los SIMM maés populares de 30 y de 72 con-
tactos. Observe que los SIMMs de paridad se diferencian por la especi-
ficacion de formato “x9” 0 “x36”.

TIPO DE FORMATO DEL CAPACIDAD DEL

SIMM SIMM SIMM

30 clavijas 512K x 8 512K
IMx 8 1MB
4M x 8 4amB
512K x 9 (paridad) 512K
1M x 9 (paridad) 1MB
4M x 9 (parity) 4MB

72 clavijas 256K X 32 1MB
1M X 32 4MB
2M X 32 8MB
4M X 32 16MB
8M X 32 32MB
256K X 36 (paridad) 1IMB
1M X 36 (paridad) 4MB
2M X 36 (paridad) 8MB
4M X 36 (paridad) 16MB
8M X 36 (paridad) 32MB
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Regeneracion

Un modulo de memoria esta compuesto por células eléctricas. El pro-
ceso de regeneracion recarga estas células, las cuales estan organi-
zadas en filas en el chip. La velocidad de regeneracion hace refe-
rencia al nimero de filas que se deben regenerar.

Las dos velocidades de regeneracién mas comunes son de 2K y 4K. Los
componentes 2K son capaces de regenerar mas células a la vez y fina-
lizar el proceso mas rdpidamente; por lo tanto, los componentes 2K
consumen mas electricidad que los de 4K.

Otros componentes disefiados especificamente para DRAM cuentan
con la tecnologia de regeneracion automatica, la cual hace posi-
ble que los componentes se regeneren por si solos, independiente-
mente de la CPU o de los circuitos externos de regeneracién. La tec-
nologia de regeneracién automatica, la cual estd incorporada en el
mismo chip de DRAM, reduce en forma dramatica el consumo de
electricidad. Se utiliza cominmente en los ordenadores portéatiles y de
laptop.

3,3 voltios versus 5 voltios

Los componentes de memoria de los ordenadores operan ya sea con
3,3 voltios 0 con 5 voltios. Hasta hace poco, 5 voltios era el estandar
de la industria. Para hacer que los circuitos integrados, o IC, funcio-
nen més rapidamente se requiere del uso de una geometria de célula
reducida, o sea, de una reduccién en el tamafio de los componentes
basicos. A medida que se reduce el tamafio de los componentes, el
tamario de la célulay los circuitos de memoria también se vuelven mas
pequefios y mas sensibles. Como resultado, estos componentes no
soportan el esfuerzo de operar a 5 voltios. Ademas, los componentes
de 3,3 voltios pueden operar con mayor rapidez y consumen menos
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Mddulos compuestos versus no compuestos

Los términos compuesto y no compuesto hacen referencia al
namero de chips utilizados en el moédulo. El término no compuesto
describe los médulos de memoria que utilizan menos chips. Para que
un modulo funcione con menos chips, éstos deben ser de densidad mas
alta para brindar la misma capacidad total. La siguiente tabla muestra
las diferencias principales entre los modulos compuestos y no com-
puestos.

MODULOS NO MODULOS
COMPUESTOS COMPUESTOS

Nueva tecnologia de 16 Mbit Antigua tecnologia de 4-Mbit

Ofrece la misma capacidad de memoria Requiere mas chips para proporcionar
con menos chips la misma capacidad

Memoria EDO

La memoria de Extended Data Output, 0 EDO, forma parte de una
serie de recientes innovaciones en la tecnologia de chips de DRAM. En
los sistemas de ordenadores disefiados para esta tecnologia, la memoria
EDO permite que la CPU obtenga acceso a la memoria a una velocidad
de 10 a 15% mas rapida que los chips de modalidad de paginacion rap-
ida. Los ordenadores que han sido disefiados para aprovechar las venta-
jas de velocidad de EDO incluyen los que incorporan el chip Triton de
Intel.

SDRAM

La DRAM sincrénica es una nueva tecnologia de DRAM que utiliza
un reloj para sincronizar la entrada y la salida de sefiales en un chip de
memoria. El reloj esta coordinado con el reloj de la CPU, para que la
temporizacién de los chips de la memoria y de la CPU estén
sincronizados. La DRAM sincronica ahorra tiempo al ejecutar los
comandos y al transmitir los datos, aumentando de esta manera el
rendimiento total del ordenador. La SDRAM permite que la CPU
acceda a una velocidad un 25% superior a la de la memoria EDO.
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DDR or SDRAM II

Double Data Rate SDRAM es la proxima generacion de la SDRAM. La
DDR se basa en el disefio de la SDRAM, con mejoras que suponen un
aumento de la velocidad de transferencia. Como resultado de esta inno-
vacién, la DDR permite la lectura de datos tanto en la fase alta como baja
del ciclo del reloj, con lo que se obtiene el doble de ancho de banda que
con la SDRAM estandar. La DDR duplica la velocidad respecto a la tec-
nologia SDRAM sin aumentar la frecuencia del reloj.

RDRAM® (Rambus™ DRAM) *

La tecnologia RDRAM de Rambus ofrece un disefio de interface chip a
chip de sistema que permite un paso de datos hasta 10 veces mas rapido
que la DRAM estandar, a través de un bus simplificado. Rambus utiliza la
tecnologia exclusiva RSL (Rambus Signaling Logic). Se presenta en dos
modalidades : RDRAM y RDRAM concurrente. La RDRAM se encuentra
actualmente en fase de produccion, mientras que la RDRAM concurrente
entro en esta etapa en 1997. La tercera extension de la linea, la RDRAM
directa, esta en periodo de desarrollo, y empezara a fabricarse en 1999. A
finales de 1996, Rambus llegd a un acuerdo con Intel que incluia un con-
trato de licencia y desarrollo y que permitird que los chips de Intel sean
compatibles con la memoria Rambus a partir de 1999.

SLDRAM (Synclink) *

La SLDRAM es una DRAM fruto de un desarrollo conjunto y, en cuanto
a la velocidad, puede representar la competencia mas cercana de
Rambus.Su desarrollo se coordina a través de un consorcio de 12 com-
pafiias desarrolladoras de sistemas y fabricantes de DRAM. La SLDRAM es
una extension mas rapida y mejorada de la arquitectura SDRAM que
amplia el actual disefio de 4 bancos a 16 bancos. La SLDRAM se encuen-
tra actualmente en fase de desarrollo y se prevé que entre en fase de pro-
duccién en 1999.

SDRAM and Beyond...

¢ EDO
B SDRAM
A A SDRAM Il (DDR)
A 4 ¥ Direct RDRAM
-+ =+ SLDRAM
1996 1997 1998 1999 2000

Source: Toshiba, Intel, and Rambus

* La gréfica asf representada es una aproximacion del desarrollo en el tiempo de la tec-
nologia de la memoria utilizada en ordenadores personales.
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Memoria caché

La memoria caché es una clase de memoria especial de alta veloci-
dad que esta disefiada para acelerar el procesamiento de las instruc-
ciones de memoria en la CPU. La CPU puede obtener las instruc-
ciones y los datos guardados en la memoria cache mucho mas rapida-
mente que las instrucciones y datos guardados en la memoria princi-
pal. Por ejemplo, en una placa de sistema tipica de 100 megahertzios,
la CPU necesita hasta 180 nanosegundos para obtener informacion de
la memoria principal, mientras que obtiene informacion de la memo-
ria cache en s6lo 45 nanosegundos. Por lo tanto, cuantas mas instruc-
ciones y datos la CPU pueda obtener directamente de la memoria
cache, tanto mas rapido sera el funcionamiento del ordenador.

Las clases de memoria caché incluyen caché principal (conocida tam-
bién como caché de Nivel 1 [L1]) y caché secundario (conocida tam-
bién como caché de Nivel 2[L2]). La memoria caché también puede
ser interna o externa. La memoria caché interna se incorpora en la
CPU del ordenador, mientras que la externa se encuentra fuera de la
CPU.

La memoria caché principal es la que se encuentra mas préxima a la
CPU. Normalmente, la memoria caché principal se incorpora en la
CPU, y la memoria caché secundaria es externa. Los primeros mode-
los de ciertos ordenadores personales tienen chips de CPU que no
incluyen memoria caché interna. En estos casos, la memoria caché
externa, si existiera, seria en realidad caché primaria (I1).

Anteriormente utilizamos el ejemplo de una oficina con una mesa de
trabajo y varios archivadores para explicar la relacion entre la memo-
ria principal y el disco duro del ordenador. Si la memoria es como la
mesa de trabajo en la que se colocan los archivos en uso para que estén
siempre al alcance, la memoria caché es como un tablero de anuncios
en el que se colocan los papeles que se usan con mayor frecuencia.
Cuando se necesita informacion del tablero de anuncios, simplemente
se consulta el tablero y alli esta.
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La memoria caché es
como un tablero de
anuncios que le ayuda
a hacer ain mas rapi-
damente el trabajo
que esta en la “mesa

de trabajo”.

La memoria es como

I una mesa o escritorio

que pone el trabajo

en curso a su alcance.

La memoria caché también se puede comparar con el cinturén de her-
ramientas de un trabajador, donde guarda las herramientas y las piezas
gue se necesitan con mayor frecuencia. De acuerdo con este ejemplo,
la memoria principal es como un cinturén de herramientas portatil y
el disco duro es como un camion grande o un taller.

El “cerebro” del sistema de memoria caché es el controlador de memo-
ria caché. Cuando un controlador de memoria cache recupera una
instruccion de la memoria principal, también guarda en la memoria
caché las proximas instrucciones. Esto se hace debido a que existe una
alta probabilidad de que las instrucciones adyacentes también sean
necesarias. Esto aumenta la probabilidad de que la CPU encuentre las
instrucciones que necesita en la memoria caché, permitiendo asi que
el ordenador funcione con mayor rapidez.
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Los mercados de memoria

Si bién, el tema principal de esta guia es el funcionamiento de la
memoria, esta seccion se dedica a una descripcion del mercado de
memoria.

Fabricantes de DRAM

Tal como se mencion6 anteriormente, los componentes méas impor-
tantes de un mddulo de memoria son los chips de memoria. La calidad
de los chips de DRAM utilizados determina la fiabilidad del médulo.

Las fabricas grandes requeridas para producir los chips DRAM cuestan
mucho dinero: aproximadamente $1,5 mil millones por una fabrica
tipica de DRAM de 16 Mbits, y pueden tardar hasta dos afios en su
construccion. La decision de construir una planta de fabricacion de
DRAM se tiene que considerar detenidamente. Para justificar una
decision de esta magnitud, una compafiia debe pronosticar la deman-
da del producto con dos afios de anticipacion, y vender la memoria
DRAM durante un periodo de tiempo lo suficientemente largo, y a un
precio lo suficientemente alto, para recuperar la inversion y sacar una
ganancia de ella.

Ademas, se debe tener en cuenta el factor de la evolucién tecnolégi-
ca: la informatica avanza a un paso tan acelerado que, para el tiempo
en que una compafiia haya construido una planta para producir un
chip de DRAM en particular, es muy posible que la tecnologia (y la
demanda correspondiente) ya sea obsoleta. Ademas, si existe un exce-
so de chips en el mercado y bajan los precios, es probable que una
compafiia no pueda recuperar el costo de construccion de la fabrica,
sin mencionar las ganancias.

Debido a la fuerte inversion y al riesgo que involucra la fabricacion de
chips DRAM, los fabricantes tienden a ser compafiias grandes y bién
establecidas. Muchas de estas compafiias gozan de subvenciones del
gobierno o dependen de sus asociaciones con otras compariias grandes
(tales como Hitachi, Micron, Samsung, Intel, etc.) para generar el
capital requerido.
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Coémo se vende la memoria

Una vez construidas las instalaciones de fabricacion, los fabricantes de
DRAM deben producir y vender cantidades extremadamente grandes
de los chips para que su inversion les rinda. EI 80% de la produccidn
de DRAM: s se vende a compafiias que compran cantidades de 5.000 a
120.000 unidades bajo contratos a largo plazo. La duracion de estos
contratos puede variar de 3 meses a 1 afio, y durante este periodo se
garantizan la cantidad, asi como el precio. Este sistema protege a los
fabricantes de chips de las fluctuaciones en el mercado de DRAM y les
asegura una ganancia constante. Los fabricantes de DRAM tienden a
limitar sus ventas de DRAM bajo contrato a compafiias bien estable-
cidas con las cuales han desarrollado relaciones de largo plazo. Las
compafiias venden el 20% restante de los chips, o sea, las ventas no
vinculadas a ningun contrato, a compafiias mas pequefias a través de
algun otro canal de distribucion. Otra vez, el propésito de esto es el de
proteger a los fabricantes de DRAM de las fluctuaciones de precios y
para asegurar las economias de escala.

El mercado de agentes independientes

En muchos casos, una compafiia que compra chips bajo contrato resul-
ta con un exceso de inventario. Cuando esto sucede, la compafiia
vende el exceso a agentes independientes que compran y venden la
memoria de la misma manera en que un corredor de bolsa compra y
vende las acciones cotizadas en la bolsa de valores. Estos agentes tipi-
camente cuentan con canales de ventas en varios paises. Estan dis-
puestos a comprar de la persona que les ofrezca el precio més bajoy a
vender a quien les pague el precio mas alto. Ya que el mercado fluctla
a diario, los componentes de memoria pueden pasar por las manos de
varios agentes antes de que sean utilizados en un ordenador.
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El mercado gris

El mercado alternativo también Ilamado gris es similar al mercado
de agentes independientes. De hecho, los términos a menudo se
emplean indistintamente. El atributo principal que diferencia al
mercado gris es el hecho de que el vendedor no es autorizado por el
fabricante original. Por ejemplo, si Ud. compra memoria Kingston
de alguien que no sea un vendedor autorizado de Kingston, esta
comprando en el mercado gris. En este caso, puede estar seguro que
la memoria ha cambiado de propietario por lo menos una vez desde
que fue vendido por el Gltimo miembro autorizado del canal de dis-
tribucion.

Lo que impulsa la demanda de memoria

Como puede ver, el mercado de memoria esta regido por los princi
pios clasicos de oferta y demanda. Los factores que crean la demanda
de memoria incluyen:

= Eldesarrollo de aplicaciones de software de alto rendimiento y sis-
temas operativos como Windows NT y OS/2

= Mayores requisitos para diversos productos de consumidor, tales
como juegos de video, automdviles y teléfonos celulares

= Aumento de las capacidades de los paquetes de software para la
cinematografia, multimedia y conferencias de video

= Un aumento tanto del ndmero de ordenadores personales vendi-
dos como de las configuraciones de memoria estandares

— En 1996, las ventas de PC en los Estados Unidos aumentd por
un 19%, para alcanzar 70 millones de sistemas; para 2000 se
han pronosticado ventas en exceso de 120 millones de
sistemas

— Anteriormente, las configuraciones estandares variaban
entre 1 y 4 megabytes de memoria; actualmente, la mayoria
de los sistemas nuevos vienen con 16 0 32 megabytes de
memoria y requieren una expansion a 64MB para utilizar
ciertas nuevas aplicaciones de software.
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= La migracion a Microsoft® Windows® 98 y NT

— Las investigaciones realizadas en el momento de su
lanzamiento indican que Windows 98 requiere por lo menos
16-32 megabytes de memoria para utilizar la funcionalidad
completa del sistema

— Con el aumento de ventas de NT, Microsoft estima que den
tro de los proximos 12 meses, el 10% al 15% de los nuevos
sistemas vendidos incluiran este sistema operativo. Microsoft
también calcula que en los proximos 12 meses, del 70 al 80%
de los nuevos sistemas vendidos llevaran Windows 98.

— Como 32 bit en sistemas operativos es cada vez mas comdn
de 32 a 64MBs emergera como requerimiento minimo de
base de memoria en los PCs.

Tal como se menciono al principio de esta guia, los desarrolladores de
aplicaciones de software y de sistemas operativos continuaran impul-
sando la demanda de memoria. Al fin y al cabo, son los mismos desa-
rrolladores de software quienes son impulsados por las necesidades y
las expectativas del mercado. Con la evolucion tan rapida de la tec-
nologia informética, aumentan en forma dramatica las expectativas
de las personas en cuanto a las capacidades de los ordenadores. Los
desarrolladores se ven obligados a responder a estas necesidades y
expectativas dinamicas, incorporando caracteristicas y funciones adi-
cionales en sus aplicaciones de software y sistemas operativos. Hasta
ahora, estas caracteristicas y funciones mejoradas siempre han
requerido memoria adicional, y todas las indicaciones sugieren que
esta tendencia continuara en aumento.

Seleccién de memoria de alta calidad

Cuando la demanda de DRAM excede la oferta (tal como ha sucedi-
do con frecuencia), algunas compafiias no pueden obtener suficiente
producto para satisfacer todos sus requisitos de memoria. En estos
casos, recurren al mercado de gris o al mercado de agentes indepen-
dientes para obtener memoria adicional. Debido a que no hay ningu-
na manera de saber por cuantas manos ha pasado la memoria obteni-
da en estos mercados, puede ser dificil determinar su calidad y con-
fiabilidad.
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Le ofrecemos dos sugerencias para evaluar la memoria al momento de
comprarla:

Primero, inspeccione los chips del mddulo para ver si son el producto
de un fabricante establecido. La siguiente tabla enumera algunos de
los fabricantes principales de DRAM, junto con nimeros de referen-
cia tipicos y las marcas que se utilizan para indicar la fecha de fabri-
cacion.

En segundo lugar, inspeccione los cédigos de fecha impresos en los
chips de DRAM del médulo de memoria. La mayoria de los fabri-
cantes indican de alguna manera la fecha de produccién. Por ejem-
plo, un chip DRAM de Toshiba fabricado en la novena semana de
1994 tiene el codigo de 9426. Si un chip tiene mas de dos afios, es
posible que haya pasado por varias manos antes de llegarle a Ud.

FABRICANTE NUMERO
DE REFERENCIA
TIPICO PARA DRAM
MB 814400-80L
Fujitsu =
9445 T14
Hitachi KOREA  A107
9516  FFF
HM5116100AS7
Micron 9512 C USA

|~4T4C4007JDJ
-6

Mitsubishi AM5M44100A)
2225B29-7

Motorola MCMSL4800AJ70
MTQQKX9236

NEC JAPAN
NEC D4216160G5
-70-7JF
9436LY200

Samsung SEC KOREA
522Y
KM44C4100AK-6

Toshiba TOSHIBA
TC514100AFTL- 70
JAPAN  9409HCK
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Mas sobre Kingston

Kingston

Propdsito

El espiritu de Kingston refleja nuestro cometido, basado en el trabajo
en equipo y en la lealtad, de alcanzar una norma excepcional de cali-
dad, confiabilidad y servicio en el suministro de mejoras de sistema a
nuestros clientes en todo el mundo.

Valores centrales

Respeto mutuo en nuestro ambiente culturalmente diverso

Lealtad a nuestras asociaciones empresariales de largo plazo

Flexibilidad y adaptabilidad al responder a las necesidades de
nuestros clientes

Inversién en nuestros empleados para mejorar en forma con-
tinua nuestro recurso mas valioso

Diversion al trabajar con los amigos de nuestra compafiia
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Como ponerse en contacto con Kingston

Existen varias maneras en que puede ponerse en contacto con
Kingston

Internet

Con su interfaz gréfica, la web WWW de Kingston es la fuente visual
de informacion maés llamativa en el sentido visual y la mas facil de
usar. Con unos cuantos clics del raton, puede obtener informacion
sobre actualizaciones, descripciones técnicas de los productos y otra
informacion de caracter técnico, archivos de soporte, comunicados de
prensa y resefias, pautas y sugerencias, informacion sobre eventos
actuales, asi como también informacién sobre los nuevos productos
introducidos por Kingston durante los dltimos 30 dias.

La direccion es|http://www.kingston.com

CompuServe

Si Ud. recurre a los servicios de CompuServe, simplemente escriba go
kingston desde cualquier aviso de CompuServe. Luego, explore
(“browse™) la biblioteca y seleccione Kingston Technology. Ud. puede
facilmente descargar controladores y archivos de soporte, respuestas a
preguntas técnicas comunes y el nuevo KEPLER para Windows. Aun
puede enviar preguntas a nuestro Departamento de Soporte Técnico.

Pizarra electrénica (BBS)

Si no tiene acceso a internet 0 a Compuserve, utilice su médem y su
software de comunicaciones para obtener acceso a la informacion de
configuracion a través de nuestro BBS. Aun cuando este recurso no
cuenta con gréficos llamativos, si contiene bastante informacién til.


http://www.kingston.com/
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NUmero de llamada gratuita :
El hecho de que cuenta con todos estos recursos para obtener infor-

macion de configuracion, no significa que no nos pueda Ilamar direc-
tamente a nuestro nimero de servicio al cliente 900 984 488.

Numero de fax gratuito : 900 945 457.
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Almacenamiento

ASCII

Banco de memoria

Binario

Bit

Byte

Ciclo de bus

Compuesto

Un medio que sirve para almacenar datos, tal como un disco duro o un
CD-ROM.

(Caodigo Estandar Americano para el Intercambio de Informacion) Este es
un método para la codificacion de texto en forma de valores binarios.
El sistema ASCII requiere casi 256 combinaciones de ndmeros bina-
rios de 8 bits para codificar todas las pulsaciones de tecla que se pueden
realizar en el teclado.

Una unidad I6gica de la memoria en un ordenador, el tamafio de la
cual es determinado por la CPU del ordenador. Por ejemplo, una CPU
de 32 bits requiere bancos de memoria que proporcionan 32 bits de
informacion a la vez. En este caso, un banco de memoria podria
incluir cuatro SIMMs de 30 contactos (los cuales en conjunto propor-
cionan 32 bits de datos), o bien, un SIMM de 72 contactos, el cual
proporciona 32 bits por ciclo independientemente).

Este es un método para la codificacion de nimeros en forma de series
de bits. El sistema numérico binario, conocido también como “base 2",
utiliza combinaciones de sdlo dos digitos: 1y 0.

La unidad méas pequefia de informacion que se procesa en un orde-
nador. Un bit puede tener un valor de 1 6 de 0.

Una unidad de informacion que consiste en 8 bits. El byte es la unidad
fundamental de procesamiento en el ordenador; casi todos los aspectos
del rendimiento y de las especificaciones de informética se miden en
bytes o en multiplos de bytes (tales como kilobytes y megabytes).

Una transaccion individual entre la memoria de sistema y la CPU.

Este es un término creado por Apple Computer Inc., el cual describe
un mddulo de memoria que utiliza la tecnologia antigua de 4 Mbits.
Dada una capacidad especifica, un mddulo compuesto utilizara mas
chips que un médulo no compuesto.
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Controlador de memoria

Conector SIMM

CPU

DDR

DIMM

DIP

El interface entre la memoria de sistema y la unidad central de
procesamiento. El controlador de memoria consiste en circuitos espe-
ciales (normalmente un microprocesador) dentro del sistema del orde-
nador que interpretan las solicitudes de la unidad central de proce-
samiento para poder encontrar las direcciones o ubicaciones de los
datos en la memoria.

Un componente montado en la placa matriz que esta disefiado para
acomodar un solo chip SIMM.

(Unidad central de procesamiento) El chip del ordenador que se encarga
de interpretar los comandos y de ejecutar los programas. La CPU es el
componente mas vital de un sistema informatico.

Double Data Rate SDRAM es la proxima generacion de la SDRAM.
La DDR se basa en el disefio de la SDRAM, con mejoras que supo-
nen un aumento de la velocidad de transferencia. Como resultado
de esta innovacion, la DDR permite la lectura de datos tanto en la
fase alta como baja del ciclo del reloj, con lo que se obtiene el doble
de ancho de banda que con la SDRAM estandar. La DDR duplica la
velocidad respecto a la tecnologia SDRAM sin aumentar la fre-
cuencia del reloj.

(Médulo de Memoria Dual-in-line) Una placa de circuito impreso con
contactos de oro o de estafio y con dispositivos de memoria. Un
DIMM es similar a un SIMM, sin embargo, a diferencia de los contac-
tos metalicos situados en los dos lados de un SIMM, los cuales estan
eléctricamente aislados, las dos filas de contactos de un DIMM son
independientes.

(Dual In-line Package) Un formato para paquetes de componentes
DRAM. Los DIPs se pueden instalar en receptaculos o se pueden sol-
dar en forma permanente en agujeros que se perforan en la superficie



Glosario

DRAM

DRAM sincrona

ECC

EDO

EOS
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de la placa de circuito impreso. El paquete DIP era extremadamente
popular cuando era comln instalar la memoria directamente en la
placa matriz del ordenador.

(Direct Random Access Memory) La forma mas comdn de empaque-
tamiento de memoria de sistema. La DRAM puede retener una carga
(es decir, los datos) durante un periodo relativamente corto. Por lo
tanto, se debe regenerar periddicamente. Si no se regenera la celda, los
datos se pierden.

Una tecnologia DRAM que utiliza un reloj para sincronizar la entrada
y salida en un chip de memoria. El reloj se coordina con el reloj de la
CPU para sincronizar la temporizacion de los chips de memoriay de la
CPU. La DRAM sincrona ahorra tiempo al ejecutar los comandos y al
transmitir los datos, aumentando de esta manera el rendimiento total
del ordenador.

(Error Correction Code) Un método electronico para verificar la inte-
gridad de los datos en DRAM. ECC es un método de deteccion de
errores méas avanzado que el de la paridad; puede detectar errores de
multiples bits y puede localizar y corregir errores de un solo bit. ECC
normalmente utiliza tres bits adicionales por byte de datos (en com-
paracion con el bit adicional que se usa con el método de paridad.)

La memoria EDO (Extended Data Out) forma parte de una serie de
recientes innovaciones en la tecnologia de chips de DRAM. En los
sistemas de ordenadores disefiados para esta tecnologia, la memoria
EDO permite que la CPU obtenga acceso a la memoria a una veloci-
dad de 10 a 15% mas rapida que los chips de modalidad de pagi-
nacion réapida. Los ordenadores que han sido disefiados para
aprovechar las ventajas de velocidad de EDO incluyen los que
incorporan el chip Triton de Intel.

(ECC on SIMM) Una tecnologia de verificacion de integridad de
datos disefiada por IBM, la cual incorpora la verificacion de integridad
de datos ECC en un SIMM.
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Esquema de bancos

Gigabit

Gigabyte

JEDEC

Kilobit
Kilobyte

Megabit

Memoria

Un método para describir las configuraciones de memoria. El sistema
de esquema de bancos consiste en filas y columnas que representan los
conectores de memoria de un sistema. Las filas indican conectores
independientes y las columnas representan bancos de conectores.

Aproximadamente mil millones de bits: 1 bit x 1.024° (es decir,
1.073.741.824 hits).

Aproximadamente mil millones de bytes: 1 byte x 1.024° (es decir,
1.073.741,824 bytes).

(Integrated Circuit) Un circuito electronico integrado que consiste en
componentes y conectores que se contienen en un chip semiconduc-
tor. Normalmente viene en una cubierta de plastico o de cerdmica con
contactos externos.

(Joint Electronic Devices Engineering Council) Consejo de ingenieria
de dispositivos electrénicos en grupo. Organismo internacional de fab-
ricantes de semiconductores que establece las normas de los circuitos
integrados.

Aproximadamente mil bits: 1 bit x 2° (es decir, 1.024 bits).
Aproximadamente mil bytes: 1 byte x 2° (es decir, 1.024 bytes).

Aproximadamente un millon de bits: 1 bit x 1.024* (es decir,
1.048.576 bits).

El término que se usa comunmente para aludir a la memoria de acce-
so directo de un ordenador (vea también RAM). El término memoria
se ha utilizado para referirse a toda clase de almacenamiento elec-
trénico de datos (vea almacenamiento). La memoria de un sistema de
ordenador es crucial para su funcionamiento. Sin la memoria, el orde-
nador no podria leer programas o retener datos. La memoria almacena
los datos electronicamente en células de memoria que se encuentran
dentro de los chips. Las dos clases mas importantes de chips de memo-
ria son DRAM y SRAM.
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Memoria cache

Memoria EDO

Memoria en tarjeta
de créditos

Memoria especifica

Modalidad de
paginacion rapida

Nanosegundo

Conocida también como RAM cache; éste es un dispositivo pequefio
de memoria de alta velocidad que interviene entre la CPU y la DRAM
del sistema. La memoria cache tiene como propdsito suministrarle al
procesador las instrucciones y los datos solicitados con mayor frecuen-
cia. La memoria cache puede ser de tres a cinco veces mas veloz que
la DRAM del sistema.

(Extended Data Output Memory) Esta es una forma de la tecnologia
DRAM que abrevia el ciclo de lectura entre la memoria y la CPU. En
los sistemas informaticos disefiados para esta tecnologia, la memoria
EDO permite que la CPU obtenga acceso a la memoria a una veloci-
dad de 10 a 15 porciento mas rapida en comparacion con los chips de
modalidad de paginacion rapida.

Una clase de memoria que se usa tipicamente en los ordenadores
“laptop” y portatiles. Tal como su nombre lo indica, la memoria en tar-
jeta de crédito tiene dimensiones reducidas como las de una tarjeta de
crédito.

Componentes de memoria cuyo disefio ha sido personalizado para un
fabricante en particular.

Un método de acceso comun para obtener datos de la DRAM. El
acceso a la DRAM es similar al proceso de encontrar informacién en
un libro: primero se dirige a una pagina en particular, luego se selec-
ciona informacién de esa pagina. La modalidad de paginacién rapida
permite que la CPU obtenga datos nuevos en la mitad del tiempo de
acceso normal, siempre y cuando se encuentre en la misma pagina que
la solicitud anterior.

(ns) Un milmillonésimo de un segundo. Los tiempos de acceso a los
datos en la memoria se miden en nanosegundos. Por ejemplo, los tiem-
pos de acceso a la memoria para los modulos SIMM tipicos de 30 y de
72 clavijas varian entre 60 y 100 nanosegundos.
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No compuesto

Paridad

Paridad impar

Paridad par

PCB

PC 100

PC Card

Un término creado por Apple Computer Inc., el cual describe un
modulo de memoria que utiliza la tecnologia de 16 Mbits. Para una
capacidad determinada, un médulo no compuesto contard con menos
chips que un médulo compuesto.

Un método de verificacion de integridad de datos que afiade un solo
bit a cada byte de datos. El bit de paridad es responsable de la detec-
cién de errores en los otros 8 bits.

Un tipo de verificacion de integridad de datos en el cual el bit de pari-
dad determina si existe una cantidad impar de unos.

Un tipo de verificacion de integridad de datos, en el cual el bit de pari-
dad busca un nimero par de unos.

(placa de circuito impreso) Un componente hecho de varios estratos de
cobre y de fibra de vidrio. La superficie de una PCB tiene un disefio de
lineas o “trazos” de cobre, los cuales proporcionan las conexiones eléc-
tricas entre los chips y los demas componentes que se instalan en la
superficie de la PCB. Ejemplos: placa matriz, SIMM, memoria en tar-
jeta de crédito, etc.

A mediados de 1998, aproximadamente, Intel present6 los chips BX
en sus placas ldgicas. Un elemento de esta nueva arquitectura, denom-
inado PC 100, permitira un aumento de la velocidad del bus de 100
MHz, estos nuevos chips requeriran la tecnologia de memoria de los
moédulos SDRAM de 100MHz.

(PCMCIA : Personal Computer Memory Card International Association)
Norma tecnica que hace possible el intercambio de varios compo-
nentes de hardware del sistema con el mismo conector. La norma
PCMCIA fue disefiada con el objeto de dar soporte a los dispositivos
de entrada/salida, incluyendo memoria, fax/médem,SCSI y productos
de red.
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Placa de sistema (vea placa matriz)

Placa logica (vea placa matriz)

Placa matriz

RAM

RDRAM® (Rambus™ DRAM)

Regeneracion

Conocida también como placa logica, placa principal o placa de sis-
tema; es la placa electronica principal del ordenador, en la cual nor-
malmente se encuentran todas las funciones de CPU, memoria y E/S,
0 ranuras de expansion que desempefian estas funciones.

(Random Access Memory) Una configuracion de células de memoria
que guardan datos para su procesamiento en la unidad central de
procesamiento del ordenador, o CPU (vea también memoria). El ter-
mino “acceso directo” se debe al hecho que la CPU puede recupe-rar
datos inmediatamente de cualquier ubicacién o direccion indivi-dual
en la memoria RAM.

La tecnologia RDRAM de Rambus ofrece un disefio de interface
chip a chip de sistema que permite un paso de datos hasta 10 veces
mas rapido que la DRAM estandar, a través de un bus simplificado.
Rambus utiliza la tecnologia exclusiva RSL (Rambus Signaling
Logic). Se presenta en dos modalidades : RDRAM y RDRAM con-
currente. La RDRAM se encuentra actualmente en fase de produc-
cién, mientras que la RDRAM concurrente entré en esta etapa en
1997. La tercera extension de la linea, la RDRAM directa, esta en
periodo de desarrollo, y empezara a fabricarse en 1999. A finales de
1996, Rambus llegé a un acuerdo con Intel que incluia un contrato
de licencia y desarrollo y que permitira que los chips de Intel sean
compatibles con la memoria Rambus a partir de 1999.

Un proceso eléctrico que se utiliza para mantener los datos almacena-
dos en DRAM. El proceso de regeneracion de las células eléctricas en
un componente de DRAM es similar al que se usa para recargar una
pila o bateria. Los diversos componentes de DRAM requieren dife-
rentes métodos de regeneracion.



76

Glosario La guia completa de la memoria

Regeneracion
automatica

SIMM

SO DIMM

SOJ

TSOP

Velocidad de
regeneracion

Una tecnologia de memoria que hace posible que la DRAM se
regenere sola, independientemente de la CPU o de los circuitos exter-
nos de regeneracion. Esta tecnologia se incorpora en el chip de DRAM
y reduce en forma dramatica el consumo de energia. Hoy en dia se uti-
liza comUinmente en los ordenadores portatiles y de “laptop”.

Single In-line Memory Module) Una placa de circuito impreso con con-
ductores de oro o estafio y dispositivos de memoria. Un SIMM se
introduce directamente en el conector de expansién del ordenador.
Los SIMM s ofrecen dos ventajas principales: facilidad de instalacion y
consumo minimo del area superficial de la placa. Un SIMM montado
verticalmente requiere solamente una fraccion del espacio requerido

(Small Outline Dual In-line Memory Module) Una version mejorada del
DIMM estandar. EI SO DIMM (de contorno pequefio) tiene aproxi-
madamente la mitad de la longitud de un SIMM tipico de 72 contac-
tos.

(Small QOutline J-lead) Una forma comin de paquete DRAM para el
montaje superficial. Se trata de un paquete rectangular con conduc-
tores en forma de J, dispuestos por los dos lados del dispositivo.

(Thin Small Outline Package) Un tipo de paquete de DRAM que utiliza
contactos en forma de “gaviota” en los dos lados. La DRAM TSOP se
instala directamente en la superficie de la placa de circuito impreso.
La ventaja del paquete TSOP consiste en que tiene un tercio del
grosor de un paquete SOJ. Los componentes TSOP se utilizan comin-
mente en los SO DIMM (de contorno pequefio) y en las aplicaciones
de memoria en tarjeta de crédito.

Una especificacion determinada por el numero de filas en un
componente de DRAM que se deben regenerar. Las dos velocidades de
regeneracion méas comunes son 2Ky 4K.



